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※概要（Summary）： 

次世代超高密度メモリや Beyond CMOS スイッチン

グデバイスへの応用、並びに、単一/少数分子系のキャ

ラクタリゼーションを目指し、我々は、強磁性体/絶縁

体(=酸化物、分子等)/強磁性体ナノスケール接合を提

案している。このナノスケール接合は、強磁性薄膜の

エッジとエッジの間に絶縁体が挟まれた構造になっ

ていて、そのエッジは互いに直交している。この構造

では、強磁性薄膜の膜厚 d によって接合面積 S (=d×d)

が決まるため、例えば、膜厚 1~20 nm の強磁性薄膜を

用いれば、1×1~20×20 nm2の超微小接合が作製可能と

なる。これにより、高い on/off 比を有するスイッチン

グ効果や新規な磁気抵抗効果が期待できる。また、単

一/少数分子系のキャラクタリゼーションも可能とな

る。本課題では、このような新機能デバイスの実現に

向け、低融点ガラスを用いた新たな作製方法を提案し、

その構造評価を行った。 

 
※実験（Experimental）： 

 低融点ガラスを用いた新たなナノスケール接合作

製方法を示す。初めに、低融点ガラス上に Co 磁性薄

膜を真空蒸着する。その後、その両端に Au 薄膜をス

パッタする。これにより、圧着時の Co 磁性薄膜の破

断を防ぐ。次に、低融点ガラス上の Co 磁性薄膜と低

融点ガラスを高温で圧着する。その後、低融点ガラス

/Co/低融点ガラスのオモテ面とウラ面を化学機械研磨

(CMP)法により研磨する。最後に、低融点ガラス/Co/

低融点ガラス上に有機分子をスピンコートあるいは

真空蒸着し、もう 1 つの低融点ガラス/Co/低融点ガラ

スで挟むことで、Co/有機分子/Co ナノスケール接合を

作製する。本課題では、主として、ナノスケール接合

の電極材料である、低融点ガラス/Co/低融点ガラスに

関する検討を行い、走査型電子顕微鏡 (SEM: 

JSM-6700FT)、及び、原子間力顕微鏡(AFM)によりその

構造評価を行った。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 CMP 法により低融点ガラス/Co/低融点ガラスのエッ

ジ表面の研磨条件を最適化した。その結果、AFM 表面

観察において、その観測サイズが 1~30m のとき、表面

粗さ 0.3~1nmの平坦性が実現することがわかった。また、

SEM 観察の結果、チッピングの無い極めて平坦な Co エ

ッジ面が現れることがわかった。 

 
※その他・特記事項（Others）： 

 今後は、本技術を用い、Co/有機分子/Co ナノスケール

接合を作製し、高 on/off 比を有するスイッチングデバイ

ス、及び、新規な磁気抵抗効果デバイスの創製を目指す。 
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